台灣半導體研究中心 異質整合製程組
自動化光阻塗佈及顯影系統(Track) 
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一.系統規格及型號

1. 機型: ELS3608FA- Auto Spin Coater 

2. 基材(Substrate)：6"~8"具平邊的圓形晶片。 

3. 光組塗佈模組(Coater)×1: 

· 轉速（Speed）: 10~5000 rpm，加速度（Acceleration）: 0~5000 rpm/sec，1% rpm 

· 塗佈厚度均勻性（Coating Thickness Uniformity）： U%< 5% (With 10 μm Thickness) 

4. 溫度模組（Temperature Module）: 

· 3個加熱板，1個冷卻板 

· 加熱板（Hot Plate）：溫度（Temperature）: 50~250℃ 

· 冷卻板（Cooling Plate）：溫度（Temperature）: 15~30℃ 

二.注意事項

1. 僅提供6"及8"wafer使用。 

2. 目前只能使用光阻AZ 1500(2μm)、AZ P4620(10μm)標準參數。 

3. 請用標準製程，禁止更改程式。 

4. 其他注意事項及標準製程參閱網路公告。 



